ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
OBOWIAZUJACE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Kierunek: Mechatronika
System i stopien studiow: stacjonarne, I stopien

Zagadnienia kierunkowe GRUPA ,,A” — W10
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Omowic zasady tworzenia i zastosowanie rzutow (widoki, przekroje) w rysunku technicznym

Istota i funkcje zarzadzania

Najpowszechniejsze metody tworzenia algorytmow

Omowic architekture systemu mechatronicznego, komponenty i interfejsy

Sterowanie w petli zamknietej, kryteria jakosci regulacji oraz regulator PID

Jakie warunki musza by¢ spetnione, aby zdarzenie zostato zaklasyfikowane jako wypadek przy pracy?
Defekty struktury stopéw metali

Wptyw zawartosci wegla na wlasciwosci stali

Podziat materiatow ze wzgledu na rodzaj wigzania atomowego

. Metoda wydzielania weztow
. Opisa¢ metode wyznaczania wykresow sit wewngtrznych w belkach (sit thacych, momentéw gnacych i sit

wzdtuznych) na przyktadzie prostej belki

. Definicja momentu bezwtadno$ci i omowienie twierdzenia Steinera

. Scharakteryzowac paradygmat obiektowy i jego implementacjg

. Kret i ped uktadu punktéw materialnych

. Drgania uktadow mechanicznych o jednym stopniu swobody; opis matematyczny ruchu drgajacego,

rodzaje drgan, czesto$¢ drgan swobodnych od czego zalezy?

. Dynamika ruchu obrotowego i reakcje dynamiczne w tozyskach. Poda¢ przyczyny wystgpowania i opisac

wywazenie statyczne i dynamiczne ciata sztywnego w ruchu obrotowym

. Zdefiniowaé pojecie wytezenia. Omowi¢ jedng z trzech hipotez inzynierskich (do wyboru): hipoteza

Hubera (energii wtasciwej odksztalcenia postaciowego), hipoteza najwickszych naprezen stycznych
(tmax), hipoteza najwickszego wydtuzenia wzglednego (emax).

Omowic skrecanie pretow o przekroju kotowym: przedstawi¢ rozktad naprezen w przekroju preta, podad
warunek wytrzymato$ciowy i warunek sztywnosci stosowany w obliczeniach.

Omowi¢ zjawisko wyboczenia sprezystego pretow Sciskanych

Metody odlewania precyzyjnego

Na przyktadzie tranzystora AlGaN/GaN HEMT wymienic¢ przyrzadowe procesy technologiczne niezbgdne
do jego wytworzenia. Na czym polega metoda lift-off wytwarzania cienkich $ciezek metalicznych?
Scharakteryzowa¢ metody spawania, zgrzewania i lutowania

Na przyktadzie uniwersalnego manipulatora ptaskiego o strukturze szeregowej zdefiniowa¢ zadanie proste
i odwrotne dla potozen

Na przyktadzie dowolnego mechanizmu scharakteryzowac¢ zadanie kinetostatyki

Istota transformacji Denavita-Hartenberga — usytuowanie uktadéw xyz, parametry D-H, struktura
macierzy

Czym jest pomiar bezposredni i posredni wielko$ci geometrycznej? Podaé przyktady

Omowi¢ typy, budowe, cechy charakterystyczne i przeznaczenie technologiczne wybranego rodzaju
obrabiarki

Technologie lutowania w montazu elektronicznym

Metody montazu ze wzgledu na zamiennos¢ czgséci lub zespolow

Narysowac potaczenie gwintowe luzne dwoch ptyt z wykorzystaniem $ruby, nakretki i podktadki (w
uproszczeniu lub szczegdtowo, ale nie symbolicznie) i wyznaczy¢é maksymalng site poprzeczna, ktorg
moze przenie$¢ potaczenie srubowe luzne

Podzieli¢ tozyska toczne ze wzgledu na elementy toczne i wymieni¢ wazniejsze cechy oraz oméw zasady
doboru tozyska tocznego kulkowego z wykorzystaniem wzoréw

Narysowac kolo zgbate, nazwac jego fragmenty, wymieni¢ wazniejsze cechy geometryczne oraz wskaza¢
wady i zalety przektadni ze¢batych

Liczba kwasowa, starzenie si¢ cieczy roboczej

Sprawnosci elementu hydraulicznego i uktadu hydraulicznego

Przektadnia hydrauliczna — charakterystyki
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36. Porownac¢ cechy systemow projektowanych konwencjonalnie i mechatronicznie

37. Jezeli narzgdzie robota porusza si¢ ruchem liniowym, to w jaki sposob sterownik nadzoruje realizacje tego
ruchu?

38. Omowic¢ chwytaki podci$nieniowe — budowa, dziatanie i zastosowanie

39. Omoéwic budowe i zastosowanie robota o kinematyce SCARA

40. Wymieni¢ i krotko scharakteryzowaé szes¢ aspektow efektywnosci projektu, ktorymi trzeba zarzadzad
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Zagadnienia kierunkowe GRUPA ,,B” — W05

Wiasciwos$ci metrologiczne analogowych i cyfrowych przyrzadow pomiarowych
Pomiary napigcia i nat¢zenia pradu stalego i zmiennego

Pomiary rezystancji i impedancji oraz jej sktadowych

Prawo Ohma dla gat¢zi szeregowej R, L, C zasilanej napigciem sinusoidalnie zmiennym
Metoda klasyczna rozwigzywania obwodow elektrycznych. Rownanie Kirchhoffa

Moc czynna symetrycznego odbiornika 3-fazowego

Wymagania stawiane uktadom regulacji automatycznej, parametry odpowiedzi skokowej, uchyby

statyczne i sposoby ich wyznaczania

9. Podstawowe cztony uktadow regulacji automatycznej

10. Stabilno$¢ uktadow ciaglych. Definicje, podstawowe kryteria. Zapas modutu i fazy

11. Stabilno$¢ uktadéw dyskretnych. Definicje, podstawowe kryteria

12. Metody regulacji predkosci silnika obcowzbudnego pradu statego- zasady regulacji i charakterystyki
mechaniczne

13. Metody regulacji predkosci silnika indukcyjnego- zasady regulacji i charakterystyki mechaniczne

CLONOoOGORr~LNE

Wartos¢ skuteczna pradu przebiegu okresowego. Wartos¢ skuteczna przebiegu sinusoidalnie zmiennego

14. Budowa serwonapedow z silnikami pradu statego i przemiennego. Zasada doboru regulatora potozenia i

ksztattowania dynamiki serwonapedu

15. Czgsci sktadowe instalacji elektrycznej. Kryteria doboru przewodow i zabezpieczen w instalacjach
elektrycznych

16. Laczniki i bezpieczniki niskiego napigcia — budowa i podstawowe charakterystyKki

17. Zasilacz pradu statego i przemiennego. Podstawowe parametry i zasady doboru

18. Srodki ochrony przeciwporazeniowej stosowane w instalacjach elektrycznych niskiego napigcia-
wymagania stawianie poszczegdlnym srodkom, zakres stosowania

19. Zasady wykonywania badan instalacji elektrycznych niskiego napiecia (rodzaj badan, zakres badan,
uktady pomiarowe, kryteria oceny wynikow)

20. Dielektryki- rezystywno$¢ skrosna i powierzchniowa, przenikalno$é elektryczna, wspotczynnik strat

dielektrycznych, wytrzymatos¢ elektryczna. Definicje, metody badan, wptyw czynnikéw zewngtrznych
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21.Zjawisko korozji; definicja i podziat

22.0mowic czynniki wptywajace na szybkos$¢ reakcji

23.Polimery

24.Dziatanie tranzystorow polowych

25.Dziatanie tranzystorow bipolarnych

26.Zasada dzialania stabilizatora parametrycznego z diodg Zenera
27.Bramki logiczne TTL i CMOS

28. Architektura i zasada dziatania mikroprocesorow

29.Urzadzenia peryferyjne w mikrokontrolerach jednouktadowych
30.Budowa i dziatanie mikrokontrolera RISC — na przyktadzie AVR ATmega
31. Budowa i dziatania podstawowych analogowych uktadow elektronicznych
32.Budowa i dziatania podstawowych cyfrowych uktadéw elektronicznych
33.Zastosowania analogowych i cyfrowych uktadéw scalonych

34.Typy i rodzaje §wiattowodow, okna optyczne, zastosowania
35.Klasyfikacja potprzewodnikowych zrodet $wiatla, zastosowania
36.Klasyfikacja potprzewodnikowych detektorow §wiatta, zastosowania
37.Systematyka i najwazniejsze obszary aplikacyjne MEMS
38.Mikrosystemy zero-energetyczne (angel sensors/energy harvesters)
39.Mikromechaniczne sensory i aktuatory

40.Podstawy mikrofuidyki

Woydziat Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemow, MTR-inz. Strona3z4



Zagadnienia wydzialowe (okolodyplomowe) GRUPA ,,C” — W12
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Elementy bierne do montazu powierzchniowego — przyktady rozwiagzan materialowych i technologiczno-
konstrukcyjnych

Parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne elementow biernych (rezystorow, kondensatorow). Znormalizowany
szereg rezystancji (pojemnosci)

Budowa i parametry lamp potprzewodnikowych

Metody wytwarzania, podziat i zastosowania uktadéw grubowarstwowych

Technologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics — niskotemperaturowa ceramika wspotwypalana) —
materialy, zastosowanie

Rodzaje i charakterystyka btedow w modelowaniu numerycznym

Metody interpolacji, aproksymacji i ekstrapolacji wynikow pomiarowych — zalety i wady

Technologie lutowania w montazu elektronicznym

Montaz flip chip — technologia, zalety i wady

. Krotko omowic¢ gldwne komponenty systemu mikroprocesorowego oraz wymieni¢ role, jaka petnig uktady

wejscia/wyjscia w komunikacji miedzy procesorem i urzadzeniami peryferyjnymi, wymieni¢ przyktady
urzadzen peryferyjnych

. Charakterystyka C# i Java jako jezykdéw zorientowanych obiektowo
12.
13.
14,
15.
16.

Model ISO/OSI, topologie sieci, protokoty — krdtko scharakteryzowac

Sieci komputerowe i aspekty ich bezpieczenstwa

Obszary zastosowan uktadow logicznych

Metody detekcji i aktuacji w mikroskali

Piezorezystancyjny, krzemowo-szklany czujnik ci$nienia — konstrukcja, technologia i podstawowe
parametry

Transformacje Fouriera — rodzaje i wtasciwosci

Metody projektowania filtrow cyfrowych

Sztuczne organy zmystow na przyktadzie bionicznego oka i e-stuchu

Systemy bezpieczenstwa aktywnego i biernego w pojazdach — zadania, stosowane czujniki
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